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Titelfoto: Dr. Nicolaus Rehse (vorn) und Prof. Dr.
Robert Magerle zeigen an einem Modell und einer
Projektion stark vergrößerte Kristalle des Kunststoffs
Polypropylen. Gut zu erkennen ist die komplexe 
dreidimensionale Form und Verknüpfung der
Kristallite. Möglich wird dies durch die Nanotomo-
graphie, eine neue Mikroskopiemethode (siehe 
Beitrag Seite 8).
Foto: TU Chemnitz/Uwe Meinhold
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